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頎邦科技公司與
實習計畫說明
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公司簡介

成立於…

1997 

員工數

5,500

主要業務

LCD Driver IC Back-end 
Wafer-Level Process

資本額

NT$ 74億

2024 營收

NT$ 214億
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• 台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工。

• 頎邦科技目前提供LCD驅動IC Turn key服務，提供Wafer從金/錫鉛凸塊，晶圓

測試，研磨切割，封裝，最終測試等製程，並將完成的產品 COF/COG送至客戶

指定地點。

半導體產業鏈 - 封裝測試
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2024 排名 廠商名稱 總部
2024 營收

(估算/億美元)
主要利基領域

1 日月光 (ASE) 台灣 185.4 全球龍頭、SiP、先進封裝 (CoWoS 相關)

2 艾克爾 (Amkor) 美國 63.2 車用封測、先進封裝

3 長電科技 (JCET) 中國 50 手機、AI PC、消費性電子

4 通富微電 (TFME) 中國 33.2 AMD 主要合作夥伴、高效能運算 (HPC)

5 力成科技 (PTI) 台灣 22.8 記憶體封測、邏輯 IC

6 華天科技 (HT-Tech) 中國 20.1 指紋辨識、射頻元件

7 智路資本 (WiseRoad) 中國 15.6 併購 UTAC、車用與類比晶片

8 Hana Micron 韓國 9.2 記憶體封裝 (三星供應鏈)

9 京元電子 (KYEC) 台灣 9.1 純測試服務 (GPU、AI 晶片測試)

10 南茂 (ChipMOS) 台灣 7.1 驅動 IC (DDI)、記憶體

11 頎邦 (Chipbond) 台灣 ~6.9 驅動 IC (DDI) 封測、金凸塊 (Gold Bump)

榮耀頎邦–全球排名

WW No. 11 SATS (Semiconductor Assembly and Test Services) from 2024

WW No. 1 SATS for LCD Driver IC bumping, Testing & Assembly from 2024
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榮耀頎邦–穩健經營與成長

年份 中線 EPS

2000 0 -0.17

01' 0 -0.09

02' 0 -0.94

03' 0 2.13

04' 0 4.52

05' 0 4.87

06' 0 2.39

07' 0 3.61

08' 0 0.25

09' 0 1.13

10' 0 4.56

11' 0 3.01

12' 0 4.33

13' 0 4.14

14' 0 3.95

15' 0 3.19

16' 0 3.07

17' 0 3.47

18' 0 6.95

19' 0 6.28

20' 0 5.61

21' 0 9
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大尺寸LCD面板 小中尺寸面板 RF射頻

驅動IC/非驅動IC的應用產品

頎邦科技產品應用
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頎邦科技集團佈局

台灣新竹/科學園區

台灣新竹/科技產業園區

馬來西亞檳城 台灣高雄-前鎮科技產業園區
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• ISO 9001 Certified

• ISO 14001 Certified

• TS 16949 Certified

• OHSAS 18000 Certified

• QC080000 Certified

• SONY Green Partner Certified

• EAL 5+ Faciliated

• CQM Certified

品質認證
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TECHNOLOGY CORP.
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獲獎紀錄與產業地位



10©  2025-2026 CHIPBOND Technology Corp. Confidential. All rights reserved. 10

• 頎邦科技以業績每年創新高的優良記錄，以及年度合併營收與市值達

100 億元以上傲人佳績，榮獲多屆財團法人中華民國證券櫃檯買賣中

心頒發金桂獎-卓越市值營收獎

金桂獎－卓越市值營收獎
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198th

天下雜誌千大企業 Top 2000

2003-2024

Increase to

製造業

198
半導體

42
獲利

73

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2021 2022 2023 2024
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TECHNOLOGY CORP.
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頎邦休閒與生活
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• 多功能活動中心，24小時開放。提供室內全場籃球場、羽球、桌球、

撞球場地、韻律教室、健身房供員工及社團使用。

員工活力運動館
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成立籃球社、羽球社、壘球社、瑜珈社、肚皮舞等不同社團，定期舉行社團

活動，在工作之餘充實休閒生活，陶冶性情，強健身心，增進同仁間彼此交

流與互動。

多元豐富的社團活動
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定期舉辦頎力盃，凝聚團隊共識與向心力，透過各項競賽與趣味活動等激發

每位同仁的熱情與活力，充分發揮團隊合作精神。

文化活動－頎力盃
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TECHNOLOGY CORP.
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實習資訊與福利介紹



17©  2025-2026 CHIPBOND Technology Corp. Confidential. All rights reserved. 17

潔淨室(FAB)環境/教育訓練

1.   完整的教育訓練及安全的無塵室工作環境
2.   2026年為頎邦AI元年希透過一系列AI課程讓全體同仁聰明學智慧工作
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實習工作說明

職缺名稱 工作內容 上班時間 工作地點 缺額

廠務類

1. 廠務相關設備巡檢助理

常日/日班 竹科/湖口 數名2. 廠務系統定期保養維護

3. 工程改善數據量測蒐集

設備類

1. 半導體機台維護與保養

日班輪班 竹科/湖口 數名2. 現場機台異常排除

3. 治工具維護

製程類

1. 製程穩定性監控與維護

日班輪班 竹科/湖口 數名2. 製程異常排除與改善

3. 工程實驗與資料蒐集分析

品保類

1. 日常儀器校驗、量測系統分析作業

日班輪班 湖口 2名

2. 原物料進料檢驗與異常處置

3. 品質報表分析

4. 生產線巡檢與稽核

5. 製程異常單處理

6. 品質改善追蹤檢討

技術類

1. 機台操作

日班輪班 湖口 數名
2. 顯微鏡檢驗

3. 產品包裝

4. 生產事務支援
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實習工作條件與福利
職 缺 企業實習生

薪資

工程職-33,000元起/月--另可加輪津2,100
技術職-30,000元/月-另可加輪津2,100
實習期間獎助金-$30,000(僅技術職)

(一年內分三次發放)
留任獎金-$35,000
(一年內分三次發放)

工時
輪班3休3或4休2(另有5天2倍加班費)
固定日班07:20~19:20(休息2H)

常日班08:30~17:30(週休)(休息1H)

福利

1. 任職年度期滿年薪可達14個月(含三節獎金)。
2. 依公司規定發放員工激勵獎金、分紅。

3. 福委會禮金、補助。
4. 到職即享特別休假。

5. 提供雙人冷氣套房宿舍1,500元(前三個月補助1500元)（限外縣市員工）。

6. 備有員工餐廳，且夜班同仁宵夜免費。
7. 同仁免費健檢。
8. 提供停車場、便利商店、健身房、休閒育樂中心、ATM提款機。
9. 免費員工本人團保
10. 特約廠商消費優惠。
11. 年資期滿可參加員工持股信託。
12. 技術員年滿享久任獎金。
※於薪資外，另提撥6%勞退金給員工個人帳戶。
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不定期
輔導訪談

綜合
座談會

關懷專線

專業/軟性
技能培訓

不定期面談、電訪瞭解適應狀況與學
習進度，部門與人資交流實習狀況

實習學生、輔導老師、
企業二、三方座談

專人協助輔導與關懷

部門：專業機台操作
訓練與認證

人資：簡報能力與表
達技巧培訓

完整的實習輔導規劃
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未來職涯發展規劃

企業實習
(一年期)
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活動中熱烈討論

實習活動花絮-1

換聯絡方式

2  0  2  5  年 學 期 制 實 習 生 座 談 會 圓 滿 成 功
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實習活動花絮-2
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人生有無限可能

歡迎加入頎邦科技！

• 聯絡人：

頎邦科技 人力招募部 阮小姐 / 劉小姐

03-5678788 #22406 / 22400

sylviaruan@chipbond.com.tw
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Thank you !TECHNOLOGY CORP.


